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PowerCu-Soft LBR（激光键合带） 
经优化的激光键合铜带

主要优势

定制表面 
   很高的柔软度

   出色的热稳定性  
   均匀细粒结构 
   出色的机械性能，适用于经优化的键合工艺

   超高纯度铜，电阻极低

   1 条铜带最多可替代 3 条铜线

作为理想的激光键合材料，贺利氏的 PowerCu-Soft LRB 能够实现 250°C 以上的模块工作温度以及功率密度很高的模块设计。

相较于标准的键合铜带，PowerCu-Soft LRB 采用了特殊的单面糙化处理，以确保激光束更可靠地耦合至高反射性铜表面。 

经糙化处理后，铜带表面均匀，无任何残留物。PowerCu Soft LRB 可采用目前所有的激光键合设备进行加工。该产品是功率器件和大电流

专用电池组的理想选择。此外，将键合线升级为条带还可提高每小时产能，从而降低生产成本。1 条 PowerCu Soft LRB（0.3x2mm）可替

代 3 条铜线（500µm）。  
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PowerCu-Soft LBR 的特性

熔点 1083 °C

刚性模量 48 GPa

导热系数（20°C） 399 W/(m∙K)

线膨胀系数（20°C – 30°C） 16.8 10-6∙K-1

电阻率（20°C） 1.8 µΩ∙cm

电阻温度系数（0°C – 300°C） 3.9 10-3∙K-1

每米电阻值（0.2 x 1mm，20°C） 91.7 Ω/m

密度 8.933 Kg/dm3

文件编号：HET16039ENG-0221-1 | 版本：2022

 

尺寸 mm 0.2 x 1 0.3 x 1 0.1 x 1.5 0.2 x 1.5 0.3 x 1.5 0.1 x 2 0.2 x 2 0.3 x 2

mil * 8 x 40 4 x 60 4 x 60 8 x 60 12 x 60 4 x 80 8 x 80 12 x 80

延伸率 % > 10

表面粗糙度 Rz [µm] 3 - 10

断裂负荷 cN 4200 
-5400

6300 
-8100

3100 
-4100

6300 
-8100

9500 
-12100

4200  
-5400

8400 
-10800

12600 
-16200

PowerCu-Soft LRB 的推荐尺寸

如需其他尺寸，请联系贺利氏产品管理团队。
* 1mil ≈ 25µm

条带的截面面积（mm2）

键合线
数量 

用条带替代键合线的关系图

光学显微镜

PowerCu-Soft LRB 的截面示意图：自然圆边，无毛刺

共焦显微镜

* 块状材料的理论特性


